
Liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr 2011 neigt sich dem Ende 
zu, aber es wird nicht wirklich stabiler 
in der Welt. Kaum hat sich ein Thema 
beruhigt, tun sich an anderer Stelle 
neue Turbulenzen auf. Vorhersagen 
und Planungen werden dadurch nicht 
leichter.
Viscom fährt vor diesem Hintergrund 
einen möglichst geradlinigen Kurs. 
Bewährte Systemtechnik auf der einen 
Seite, aber auch leistungsfähige Neu-
entwicklungen auf der anderen: Diese 
beiden Säulen bilden wie immer die 
Grundlage unseres Produktportfolios. 
Unsere 3D-SPI, seit Mitte des Jah-
res ausgeliefert, ist mittlerweile ein 
echter Erfolg. Die Beta-Kunden von 
vVision bewerten das Produkt sehr 
positiv. Alle Entwicklungen sind voll 
im Plan. Als technologischer Vorreiter 
ist Viscom aber auch wirtschaftlich 
wie eh und je stabil, verlässlich und 
krisenfest.

Mit freundlichem Gruß

Dr. Martin Heuser 
Vorstand Viscom AG

Volker Pape 
Vorstand Viscom AG
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Bei der Lotpasteninspektion werden 
Baugruppen, die den festgelegten 
Kriterien nicht entsprechen, bereits 
nach dem Lotpastendruck ausge-
sondert. Einerseits vermeidet man 
so unnötige Kosten durch das Be-
stücken mit Bauteilen, insbesondere 
wenn in der Fertigung fehlerhafte 
Baugruppen nach dem Löten nicht 
mehr repariert, sondern verschrottet 
werden.
Andererseits bietet die SPI durch die 
Auswertung der 3D-Messdaten aller 
Pads der Baugruppe auch die Mög-
lichkeit der Prozesskontrolle durch 
die Rückführung der Ergebnisse zum 
Pastendrucker, beispielsweise beim 
Druckversatz. 

Speziell im Bereich hochqualitativer 
Erzeugnisse in der Elektronikindus-
trie hat sich daher 3D-SPI als Stan-
dard mehr und mehr durchgesetzt, 
so dass sich die Frage nach der opti-
malen (Aus)Nutzung dieser Anlagen 
stellt. Vielfach ist zu beobachten, dass 
SPI ausschließlich dazu dient, klare 

Fehler des Pastendrucks anzuzeigen, 
bei denen das Volumen um mehr als 
50 % vom Sollwert abweicht.

Prozessoptimierung mit Lotpasteninspektion

3D-SPI: Mehr als nur Fehlerdetektion

Prinzipieller Aufbau zur Streifenprojektion

Verzeichnung projizierter 
Streifenmuster auf 
der Oberfläche eines 
zylindrischen Messobjekts

Weißlichtquelle

Mikro-
spiegel-
array

CCD-Chip

Objektiv

Mess-
volumen

Messobjekt

Kollimator

β
Projektions-

optik

Fortsetzung auf Seite 2



2

   Fortsetzung von Seite 1

Weitergehende, über die bereits 
genannten Möglichkeiten hinaus-
gehende Ansätze, liegen in der Ver-
knüpfung der SPI-Ergebnisse mit 
denen des AOI. Wieder einmal ist es 
die Software, die es ermöglicht, den 
Nutzungsgrad der SPI deutlich zu er-
höhen. 
Viele der am Markt verfügbaren SPI-
Systeme arbeiten nach dem Prinzip 
der Streifenprojektion.
Über eine Lichtquelle und eine ent-
sprechende Optik wird ein Streifen-
muster schräg unter einem gewissen 
Winkel auf die Leiterplatte und damit 
auf das mit Lotpaste bedruckte Pad 
projiziert. Durch dieses Lotdepot er-
fährt das Streifenmuster eine gewisse 
Verzeichnung, durch die ein Rück-
schluss auf die Höhe möglich ist. Die 
eigentlich unbekannte Größe ist da-
bei die Phasenverschiebung, um die 
ein Pixel bzw. ein Grauwert verscho-
ben wird und aus der sich die genaue 
Höhe des Pastendepots rückrechnen 
lässt. 
Man erhält so ein 3D-Höhenprofil der 
gesamten Leiterplatte und kann unter 
Verwendung der Pad-CAD-​Daten der 
Baugruppe – üblicherweise Gerber-
daten – für jedes Pad das Pasten
volumen sowie die mittlere Höhe, 
die Form und den Versatz des Pasten-
depots berechnen und klassifizieren. 
Weitere Fehlerkriterien sind die Ver-
schmierung von Lotpaste und die Bil-
dung von Pastenbrücken von einem 
Pad zum anderen.
Zur Beurteilung des Leistungsver-
mögens von SPI-Systemen werden 
– wie bei anderen Typen von Prüf-
systemen – als wichtigste Kriterien 
zunächst Prüftiefe und Durchsatz 
herangezogen. Die Prüftiefe einer 
SPI-Anlage als im Kern messendes 
System hängt im Wesentlichen von 
der Absolutgenauigkeit und der Wie-
derholgenauigkeit ab. 
Die Absolutgenauigkeit beschreibt, 
inwieweit der gemessene Ist-Wert 
vom Soll-Wert maximal abweicht, 

während die Wiederholgenauigkeit 
angibt, inwieweit ein gemessener 
Wert bei mehreren – zum Beispiel 50 – 
Wiederholungen schwanken kann.
Ein weiteres wichtiges Leistungs
kriterium für SPI-Systeme ist der 
Durchsatz, der in cm² angegeben 
wird. Er ist stark von der Lateralauf-
lösung abhängig, da bei gleicher Bild-
punktzahl der Kamera mit besserer 
(höherer) Auflösung das Bildfeld klei-
ner wird. Je nach Auflösung können 
Flächenleistungen von 30 cm²/s bis 
100 cm²/s erreicht werden. Im Allge-
meinen ist dies ausreichend, um den 
Takt moderner Pastendrucker abzubil-
den.

Auswertung SPI-Daten
Wie in der Einführung erwähnt, ist 
die primäre Aufgabe der SPI, Pads 
zu detektieren, die eine klare Abwei-
chung vom Sollwert aufweisen, um 
spätere Lötfehler zu verhindern. Die 
Frage ist nun, was eine „klare“ Ab-
weichung ist.
Das oben vorgestellte Leistungs-
vermögen der SPI-Systeme erlaubt 
es ohne weiteres, Sollwerte für das 
Volumen oder die mittlere Höhe mit 
Fehlerschwellen von beispielsweise 
+-20 % zu prüfen. Die Erwartung 
ist zunächst, dass mit modernen 
Anlagen beim Pastendruck diese 
Schwellen einzuhalten sein sollten, 
insbesondere ist dies sicher auch 
der späteren Lötqualität dienlich. In 
der Praxis wird aber während der 
Anwendung festgestellt, dass mit 
diesen Fehlerschwellen eine hinrei-
chende Ausbringung nicht möglich 
ist, weil einfach zu viele Leiterplatten 
nach dem Prüfen gestoppt werden – 
dies nicht etwa, weil das SPI falsch 
gemessen hat, sondern weil der Pas-
tendruck tatsächlich regelmäßig die 
genannten Fehlerschwellen über-
schreitet.
Nach diversen Iterationen verwendet 
der Anwender dann zumeist Fehler-
schwellen von +-50 %. Dies ist durch-

aus praxisgerecht, da die Erfahrung 
zeigt, dass auch mit erheblicher Über- 
oder Unterdruckung Lötstellen einer 
ausreichenden Qualität entstehen, 
die zumindest den üblichen opti-
schen, elektrischen und funktionellen 
Tests genügen. Allerdings zeigt die 
Erfahrung auch, dass bereits vor 
Erreichen der Fehlerschwelle die 
Gefahr von späteren Lötfehlern wie 
Lötperlen und Tombstones deutlich 
erhöht ist. Diese Fehlerarten stellen 
auch einen Indikator für suboptima-
len Pastendruck dar.
Anderseits ist es aber unbefriedi-
gend, eine Anlage zu betreiben, die in 
der Lage ist, mit hoher (Wiederhol-)
Genauigkeit Lotpaste zu vermessen, 
die dann aber wegen stark aufgewei-
teter Fehlerschwellen nur sehr grobe 
Bedruckungsfehler detektiert.

Uplink-Verknüpfung von 
SPI und AOI 
Weitergehende Konzepte zur Nut-
zung der SPI-Ergebnisse gehen über 
die reine Auswertung zur Fehlerde-
tektion am Pastendruck hinaus. An-
sätze hierfür liegen zum einen bei der 
Auswertung von Prozessfehlern, wo-
runter man Pads versteht, die zwar 
noch keinen klaren Fehler im Sinne 
der 50 %-Fehlerschwelle darstellen, 
diese aber fast erreichen, also bei-
spielsweise zwischen 40 - 50 % Ab-
weichung vom Sollwert liegen. Zum 
anderen müssen die SPI-Ergebnisse 
mit den AOI-Ergebnissen verknüpft 
werden, da durch die gemeinsame 
Auswertung Synergien entstehen.

Es ist also mit Blick auf die Lötqua-
lität sinnvoll, bei der Klassifikation 
der AOI-Inspektionsergebnisse das 
Bild und die Ergebniswerte der SPI 
auch dann darzustellen, wenn die 
50 %-Fehlerschwelle am SPI nicht 
überschritten wurde. Wird zum Bei-
spiel am AOI eine magere Lötstelle 
als Fehler angezeigt und zusätzlich 
der Pastendruck an demselben Be-
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dienplatz bereits als Prozessfehler 
angezeigt, so wird der Bediener es 
deutlich leichter haben, korrekt zu 
klassifizieren. Der immer wiederkeh-
rende Effekt, dass echte Fehler bei 
der Klassifikation als Pseudofehler 
eingestuft werden – der sogenannte 
Humanschlupf – kann so reduziert 
werden.
Häufig entstehen beim Pastendruck 
auch Pastenbrücken, die allerdings 
zu einem gewissen Anteil beim Löten 
von selbst verschwinden. In der Be-
bilderung sieht man im 3D-Bild der 
Lotpaste Brückenbildung zwischen 
allen Pins, nach dem Löten bleibt nur 
eine Zinnbrücke übrig.
Korrekterweise führen diese Pasten
brücken am SPI bisher zu einer Aus-
sonderung der Baugruppe. Weiß 
man aber, dass der größere Anteil 
der Brücken nach dem Löten nicht 
mehr vorhanden ist, so kann man mit 
dem Viscom-Uplink auch einen ande-
ren Weg gehen. Die Pastenbrücken 
werden zum AOI-Klassifikationsplatz 

übertragen und der Bediener prüft 
dort in einem Schritt, ob die ehemali-
ge Pastenbrücke noch als Zinnbrücke 
vorhanden ist. Das verhindert das 
überflüssige Aussortieren von Leiter-
platten nach dem Pastendruck und 
spart so Zeit und Geld.
Langfristige Untersuchungen schei-
tern bisher daran, dass keine auto-
matische Verknüpfung von SPI und 
AOI existierte. Mit dem Viscom-
Uplink ist es nun nicht nur möglich, 
für jeden Lötfehler am AOI-Klassifi-
kationsplatz das Pastenbild und die 
Ergebniswerte (Volumen) anzuzei-
gen, sondern dieses auch strukturiert 
zu speichern. Man erhält so für jede 
Baugruppe einen Report, der die Löt-
fehler den dazugehörigen Ergebnis-
sen der SPI gegenüberstellt.
Da die numerischen Merkmalswerte 
des AOI und des SPI zudem derart 
gespeichert werden, dass sie nach-
träglich von allgemein üblicher Aus-
wertesoftware einzulesen sind, sind 
nahezu beliebige Auswertungen 
möglich. Verfügbar sind vom SPI bei-
spielsweise je Pad das Volumen als 
Absolutwert und als Transfereffizi-
enz, die mittlere Höhe, der Druckver-
satz sowie ein Formmerkmal.
Die genannten Möglichkeiten einer 
weitergehenden Nutzung der SPI-Er-
gebnisse gelten für AXI in erhöhtem 
Maße. Da sich die verdeckten Lötstel-

len bei der Fehlerklassifizierung nach 
der Post-Reflowprüfung einer Sicht-
prüfung entziehen, ist der Bediener 
ausschließlich auf das Röntgenbild 
angewiesen und erfährt daher durch 
die Anzeige des 3D-Pastenbildes und 
der 3D-Messwerte eine besonders 
hilfreiche Unterstützung. Grundvor-
aussetzung für die genannten Funk-
tionalitäten ist die gemeinsame Soft-
wareplattform von Viscom-SPI und 
Viscom-AOI. 

Zusammenfassung
3D-Lotpastenkontrolle ist ein neuer 
Standard in der SMT-Fertigung hoch-
qualitativer elektronischer Erzeug-
nisse. Die reine Nutzung zur Fehler
erkennung beim Lotpastendruck 
wird dem Leistungsvermögen der 
Systeme nicht gerecht. Nur durch 
eine systematische Gegenüberstel-
lung der durch das AOI erkannten 
Lötfehler mit den Bildern und Merk-
malen der SPI wird eine effektive 
Prozessverbesserung erreicht.
Zudem ermöglicht die Anzeige der 
3D-Pastenbilder bei der Klassifizie-
rung und gegebenenfalls Reparatur 
der Lötfehler eine höhere Effektivität 
und Vermeidung von Humanschlupf. 
Alle angesprochenen Funktionen 
und Zusammenhänge sind auch auf 
die röntgentechnische Post-Reflow-
Inspektion von Baugruppen (AXI) 
übertragbar.

Erleben Sie den praktischen Einsatz der 
S3088 SPI in unserer Live-Präsentation 
auf dem Messestand auf der �������Produc-
tronica Stand A2.177 oder inline auf 
der ASM-Inhouse-Show.

Viscom
Download

Dieser Artikel ist stark gekürzt. 
Den vollständigen Fachbeitrag 
finden Sie hier: 
www.fachartikel.viscom.com

Beispiel eines Reports AOI-SPI

Pastenbrücke nach dem Pastendruck und nach 
dem Löten 

Lötwert: 	 120
Schwellwert:	160
Akzeptanz: 	 75%

Höhe absolut:	 48 µm
Höhe prozentual:	 40% 
Volumen absolut:	24 nl
Transfereffizienz:	41%
x-Versatz:	 NN
y-Versatz:	 NN

Höhe absolut:	 120 µm
Höhe prozentual:	 100% 
Volumen absolut:	60 nl
Transfereffizienz:	 100%
x-Versatz:	 50 µm
y-Versatz:	 10 µm

Lötfehler Pad links Pad rechts
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Die neue Bediensoftware vVision für 
alle Viscom AOI, AXI und SPI bewährt 
sich im Praxistest. Nach gründlicher 
Prüfung und Optimierung bei zahl-
reichen Testläufen in der Fertigung 
steht fest: Die Software stellt den 
erwarteten großen Schritt nach vorn 
für die Bedienung von Inspektions
systemen dar. 
Nachdem Viscom schon bei der 
ersten Präsentation sehr großen Zu-
spruch von Kundenseite erhalten hat, 
läuft seit einiger Zeit vVision nun 
im Praxistest. Besonders gespannt 
war man auf die neuen Funktionali
täten der Optimierung mit dem Ziel 
der 100 %-Klassentrennung (gut /
schlecht). Mit dieser Anzeige werden 
die als gut oder schlecht geprüften 
Lötstellen und Bauteile dargestellt. 
Unter vVision ist eine aussagekräf-
tige Darstellung anhand von über-
sichtlichen Merkmalsdiagrammen 
nun noch einfacher zu realisieren. 
Mit Hilfe der Slider zur Schwellwert-
verschiebung steht ein intuitiv zu 

Neue Bediensoftware vVision von Viscom

Bei Osram erfolgreich im Praxistest
bedienendes Werkzeug zur Prüfpro-
grammoptimierung und Pseudofeh-
lerreduktion zur Verfügung. So kann 
auch ein neues AOI-System ohne 
Expertenwissen oder umfangreiche 
Schulungen des Bedienpersonals 
sofort für die Qualitätskontrolle ein-
gesetzt werden.
Das sieht auch E. Sestan, verantwort-
lich für Vision Systeme in der Ferti-
gung der Osram AG, so. Er hat die 
Software in unterschiedlichen Linien 
getestet und kommt zu der Einschät-
zung: „Mit vVision brauche ich keine 
AOI-Experten für die Programmopti-
mierung. Mit der neuen Bediensoft-
ware vVision ist es möglich, das AOI 
viel intuitiver zu bedienen als das 
bisher der Fall war. Die modern ge-
staltete Softwareoberfläche wird wie 
die neuen Smartphones mit einem 
TouchScreen bedient. So macht AOI-
Bedienung Spaß und ist effizient.” 
„Die Programmierumgebung ist bau-
teilorientiert. Bei der Analyse eines 
Bauteils werden frühere Inspektions

ergebnisse berücksichtigt. Dieser 
Ansatz führt zu einer drastischen Re-
duktion von Pseudofehlern und hilft 
gleichzeitig, Echtfehler zu vermeiden”, 
ergänzt Sestan.
 „Die Reaktionen bei Osram zeigen 
uns, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind. Die Bediener finden sich 
nahezu ohne jedes Training in der 
Programmerstellung und Optimie-
rung zurecht. Diese Kundenbewer-
tung spiegelt das Gesamtbild wider 
– vVision erfüllt die Bedürfnisse der 
Anwender und ist optisch und von 
seinen Möglichkeiten her ein Volltref-
fer“, so Peter Krippner, Bereichsleiter 
Baugruppeninspektion.

Bauteile wie BGA, QFN oder QFP 
sind auf dem Vormarsch. Ihre Vorteile 
für mobile Elektronikgeräte in Bezug 
auf Gewicht, Platzbedarf und �������Perfor-
mance������������������������������� sind unbestritten. Da ihre An-
schlüsse aber weitgehend verdeckt 
liegen, können viele Lötstellen nur 
noch mit Hilfe der Röntgeninspektion 
zuverlässig geprüft werden. Um diese 
Prüfung nicht nur präzise, sondern 
auch mit hohem Durchsatz durchfüh-
ren zu können, hat Viscom das Inspek-
tionssystem X7056 entwickelt.
Die Röntgeneinheit des Systems ist 
mit einer speziellen Mikrofokusröhre 

ausgestattet. Die Auflösung der 
Röntgenbildkette von 5 µm ermög-
licht höchste Detailgenauigkeit, auch 
im Automatikbetrieb. Für den Inline-
betrieb ist aber nicht nur die Bildqua-
lität, sondern auch die Geschwindig-
keit entscheidend. Und genau das 
ist die besondere Stärke der Viscom-
Röntgentechnologie. 
Erreicht wird dies mit einem soge-
nannten Blitzmodus, der mit erhöh-
ter Röhrenleistung und verkürzter 
Belichtungszeit arbeitet. Die spezi-
elle Ansteuerung der Röhrentechnik 
ermöglicht darüber hinaus, die Bau-

gruppe unmittelbar nach der Belich-
tung und noch während der Bildüber-
tragung zur nächsten Prüfposition zu 
verfahren. Auf diese Weise wird bei 
gleichbleibend guter Bildqualität die 
für den Inlinebetrieb so wichtige Ge-
schwindigkeit erzielt – mit einer Zeit-
ersparnis von 20 - 25 %.

Da es nicht immer sinnvoll ist, die 
gesamte Baugruppe komplett zu 
röntgen, kann das Inspektionssys-
tem sowohl als reine Inline-Röntgen-
prüfung als auch als Kombisystem 
mit einer vollwertigen AOI eingesetzt 

Schnelle Inlineprüfung im Linientakt 

Röntgeninspektion mit der X7056

E. Sestan, OSRAM  AG , verantwortlich für 
automatische Vision Systeme in der Fertigung, 
Inspektionssystem S3088 flex mit vVision

Software/Produkte
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Im März dieses Jahres hat Viscom 
seine 3D-SPI-Lösung zur Lotpasten
inspektion unter Integration der 
bewährten Sensortechnologie von 
Cyberoptics vorgestellt. Die für die-
ses Jahr avisierten Fertigungslose 
waren bereits im Juli ausgebucht.
Das neue Mitglied in der Viscom-
Produktpalette führt die Vorteile aus 
marktführendem AOI-System und 
leistungsstarker 3D-SPI-Sensortech-
nologie zusammen und inspiziert 
den Lotpastenauftrag mit höchs-
ter Geschwindigkeit und Präzision. 
Selbst anspruchsvollste Baugruppen 
mit CSPs oder Micro-BGAs und Pad-
größen von 01005 werden zuverläs-
sig geprüft. Neben der bewährten 
2D-Inspektion auf Versatz, Vollstän-
digkeit und Verschmierung werden 
auch Höhe, Fläche und Volumen der 
Lotpaste erfasst und kontrolliert.
Die 3D-Technologie der S3088 SPI 
ist kalibrationsfrei. Der robuste Sen-
sorkopf arbeitet ohne bewegte Teile 
mit dem Streifenprojektionsverfah-
ren. Je nach Anforderung und Bau-
gruppe stehen zwei unterschiedliche 
Prüfmodi zur Verfügung: der HR-Mo-
de (High Resolution) mit einer Prüfge-
schwindigkeit von bis zu 50 cm²/s und 
der High-Speed-Mode mit einer Prüf-
geschwindigkeit von bis zu 80 cm²/s. 
So kann die Inspektion optimal auf 
die Baugruppe und die jeweilige An-
forderung abgestimmt werden.
Dieses Konzept hat auch André 
Dahlhoff, Geschäftsführer der Deltec 

Automotive GmbH & Co. KG in Furth 
im Wald überzeugt. Als Lieferant für 
die Automobilindustrie muss Deltec 
hohe Standards erfüllen. Die Ausfall-
sicherheit der gefertigten Baugrup-
pen muss ebenso gewährleistet sein 
wie höchste Produktqualität und Pro-
duktivität.
„Wir freuen uns, nun auch im Bereich 
der 3D-Pastenprüfung auf gewohnt 
hohem Viscom-Standard arbeiten zu 
können. Uns hat die Performance des 
S3088 SPI-Systems bei der Evaluie-
rung überzeugt. Wir schätzen die gute 
Produktqualität bei Viscom. Nicht nur 
die Inspektionsleistung, sondern 
auch die gesamte Mechanik und Ver-
arbeitung stimmt. “ Und er ergänzt: 
„Mit Viscom haben wir darüber hin-
aus einen Entwicklungspartner, der 
auf die Anforderungen und Wünsche 

seiner Kunden eingeht und uns auch 
im Bereich Service und Support zu-
verlässig unterstützt. “
Neben der zuverlässigen Pasten-
druckinspektion bietet das System 
S3088 SPI einen einzigartigen Pro-
cess-Uplink. Dort, wo üblicherweise 
Inspektionssysteme nur eine Gut-
Schlecht-Unterscheidung treffen, 
ermöglicht dieses Software-AddOn 
auch die Nutzung von Prozessindika-
toren (Grenzfehlern). Neben der wert-
vollen Bilddatenbasis aus SPI- und 
AOI-Fehlerbildpaaren, haben Elektro-
nikfertiger damit eine einfache Mög-
lichkeit der Prozessverbesserung. 
Die S3088 SPI ist voll kompatibel zu 
den Viscom-Inspektionssystemen. 
Selbstverständlich stehen hier auch 
die Viscom-Nachklassifikation und 
die SPC-Statistik zur Verfügung.

Fertigungslose bereits im Juli ausgebucht

Großes Interesse an 3D-Pastenprüfung

V. l. n. r.: André Dahlhoff, Geschäftsführer und Thomas Fischer, Projektverantwortlicher, Deltec Auto-
motive GmbH & Co. KG mit Viscom Inspektionssystem S3088 SPI

werden. Durch die Integration der 
optischen 8M-Sensorik, orthogonal 
oder geneigt, wird die hohe Prüftiefe 
der bewährten Viscom-AOI-Systeme 
erreicht. Mit der OnDemandHR- 
Funktion kann die AOI-Auflösung 
für jede Analyse von 23,4 µm/Pixel 

auf 11,7 µm/Pixel bei voller Bildfeld
größe flexibel umgeschaltet werden. 
In der geneigten Ansicht sind sogar 
von 16,1 µm/Pixel auf 8,05 µm/Pixel 
möglich.
Für die Elektronikfertigung bedeutet 
das größtmögliche Flexibilität. Die 

Inspektion kann gestaffelt eingesetzt 
werden, um je nach Baugruppe zu 
entscheiden, was optisch inspiziert 
oder mit Röntgentechnik geprüft 
werden soll.
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Unternehmen

Im August 2011 hat wie jedes Jahr 
bei Viscom für einige junge Leute 
eine neue Phase ihres Lebens begon-
nen: Sie starten ihre Ausbildung bei 
Viscom als Industriekaufleute und 
Elektroniker für Systeme und Geräte. 
Auf die neuen Auszubildenden – in 
diesem Jahr sind es fünf – warten 
viele neue Erfahrungen und Einblicke 
in ganz unterschiedliche Abteilungen 
und Arbeitsabläufe. Kaufleute durch-
laufen z. B. die Bereiche Vertrieb, 

Buchhaltung, Controlling und Marke-
ting. Bei den Auszubildenden in der 
Technik warten Fachabteilungen wie 
z. B. Komponentenfertigung, Serien-
fertigung und Sonderfertigung auf 
die Neuen.
„Das Schöne daran ist, dass sie auf 
diese Weise ganz unterschiedliche 
Arbeiten in der Praxis kennenlernen. 

Oft können sie erst so entscheiden, 
welcher Bereich ihnen liegt und Spaß 
macht. Da kommt es auch schon mal 
vor, dass jemand sein Herz für das 
Controlling entdeckt, obwohl er an-
fangs dachte, das sei nichts für ihn“, 
so Birgit Riebesehl, Koordinatorin 
der Ausbildung für die Industriekauf-
leute. Jens Haupt, zuständig für die 
Auszubildenden in der Technik, er-
gänzt: „Außerdem ist es bei Viscom 
so, dass unsere Azubis an der Praxis 
lernen. Nach einer gründlichen Ein-
führung in einer Startphase arbeiten 
sie sehr bald unter Anleitung an re-
alen Projekten mit. So lernen sie die 
relevanten Inhalte praxisnah kennen 
und arbeiten im Team mit Kollegen. 
So wird auch schnell an kleinen 
alltäglichen Teilprojekten vermittelt, 
was das Tragen von Verantwortung 
im Berufsleben bedeutet.“
Wir wünschen allen neuen Auszubil-
denden einen erfolgreichen Einstieg 
in ihr Berufsleben.

Viscom begrüßt die Ausbildungsstarter 2011 

Junge Kollegen – Viscom bildet aus

V. l. n. r.: Ausbildung zu Industriekaufleuten: Stephan Dreger, Vanessa Gieseler, Sandra Strube und 
Ann-Kristin Gerholz mit ihrer Koordinatorin Birgit Riebesehl, Ausbildung zum Elektroniker für Geräte 
und Systeme: Patrick Schwärzel mit seinem Koordinator Jens Haupt
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Veranstaltungen

Die Gebrüder-Körting-Schule in Ba-
denstedt ist anders. Das sind nicht 
nur die Worte ihres Schulleiters Mi-
chael Leonhard, sondern das hört 
man auch, wenn man mit den Eltern 
spricht. „Anders“ heißt in die Fach-
sprache der Pädagogen gebracht: 
kooperatives Lernen, inklusive Päd-
agogik und Förderung selbstständi-
gen Handelns. Konkret bedeutet das, 
dass alle Kinder gemeinsam lernen: 
Schüler und Schülerinnen aus ganz 
unterschiedlichen Elternhäusern, mit 
und ohne Migrationshintergrund, 
Körperbehinderte und Lernschwache 
genauso wie bereits vorgebildete 
Kinder. 
Außerdem findet eine Jahrgangs
mischung statt. So lernen z. B. die 
erste und die zweite Klasse und die 
dritte und vierte zusammen. Das soll 
gegenseitige Hilfe und Unterstüt-
zung fördern. 
Und das kommt an, mittlerweile ist 
die Schule Vorzeigeprojekt. Um die-
ses Konzept des praxisnahen, eigen-
ständigen Lernens weiter voranzu-

Viscom Upcoming Shows und Events –  
				      Sie sind herzlich eingeladen

Technologie-Forum und Anwendertreffen
14./15. März 2011

Productronica 2011
15.-18.11.2011  
München, Deutschland
Halle A2, Stand Nr. 177

IPC Conference 2012
20.-22.03.2012  
Budapest, Ungarn

Nepcon Shanghai 2012
25.-27.04.2012  
Shanghai, China

Viscom unterstützt Gebrüder-Körting-Schule 

Forschungslabor fördert Naturwissenschaften

treiben und besonders das Interesse 
an naturwissenschaftlichen Fächern 
zu wecken, ist ein Forschungslabor 
in Planung. Mit Hilfe privater Spon-
soren, zu denen auch Viscom gehört, 

wird das Labor aufgebaut und aus-
gestattet. In Zukunft wird es sogar 
auch anderen Einrichtungen zur Ver-
fügung stehen.

®
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